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Způsob montáže elektronických zařízení
    Elektronická zařízení jsou konstruována na deskách tištěných spojů zvané též tištěné obvody. Tyto desky jsou 
vyrobeny z izolátoru, na kterém jsou z jedné strany (nebo oboustranně) napařeny vodivé spoje. Na druhé straně 
desky jsou nakresleny symboly součástek, užitých pro konstrukci zařízení tak, aby montáž byla co nejjednodušší. 
V každém tištěném spoji jsou předvrtány otvory pro osazení desky součástkami. Aby spoje nebyly   při pájení 
dlouho zahřívány,  jsou body, do kterých budou osazeny součástky pocínovány a celá deska pak opatřena 
pájecím lakem. 

Správnost a pečlivost montáže má vliv na výsledný efekt. Jedna z příčin nedbalé montáže hlavně 
začínajících elektroniků je snaha o co nejrychlejší sestavení stavebnice a  uvedení  zařízení do 
provozu

MECHANICKÁ MONTÁŽ:
     Omezuje se na správné tvarování vývodů v závislosti na umístění otvorů v desce tištěných spojů shodně se 
zapojením ve schématu, přizpůsobení desky do krabičky, montáž přepínačů, relé a LED diod.

ELEKTRICKÁ MONTÁŽ:
Vývody součástek letujeme na měděnou, pocínovanou folii nebo je spojujeme s vnějšími součástkami za pomocí 
vodičů. K tomu použijeme cínovou pájku s olovem (Sn60 Pb40). V obchodě je k dostání speciální cín 
s kalafunou ve tvaru drátu v různých průměrech.
    Jako první osazujeme konektory (svorky, piny), patice, rezistory, kondenzátory, LED diody 
(pozor na jejich přehřátí), dále diody, tranzistory, integrované obvody – nedotýkat se nožek 
obvodů CMOS. Při jejich osazování do patic musí být vypnuto napájecí napětí.
    Nejlépe se hodí k letování transformátorová páječka, využívající energii pouze v době jejího 
zapnutí v okamžiku sepnutí spínače. Je třeba však věnovat pozornost teplotě hrotu. Správná 
teplota je taková, při které se cín taví, ale nepokrývá  jej  matný povrch. Na hrot si nabereme 
pouze tolik cínu, kolik je třeba na daný letovací bod. V opačném případě by se mohl rozlévat mezi 
pájecími body. Po vychladnutí musí cín vyplnit místo spojení součástky s deskou hladkým, 
lesklým spojem.
      Pájení polovodičových součástek vyžaduje trochu cviku, aby se tyto nezničily přehřátím. 
V zájmu dobrého odvodu tepla jejich vývody chladíme v místě mezi pájecím bodem a pouzdrem 
součástky pinzetou nebo kleštěmi. Při letování integrovaných obvodů je maximální čas pájení 
hrotem s teplotou 265oC 5 sekund. Hrot musí být uzemněn, hlavně při osazování obvodů CMOC. 

JESTLIŽE OBVOD NEPRACUJE !!!

 Zkontrolujeme, zda se nevyskytují na desce studené, zkratované nebo prasklé spoje.
 Zkontrolujeme, zda všechny součástky jsou na svých místech
 Zkontrolujeme, zda jednotlivé součástky mají hodnoty, které mají mít.
 Zkontrolujeme polarizované součástky, zda „+“ a „ –“  póly jsou správně připojeny.
 Zkontrolujeme správné zapojení napájecího napětí a změříme jeho velikost. 
 Zkontrolujeme, zda mechanické součástky nejsou poškozené.

POZOR! V případě reklamace odpovídá prodejce pouze za funkčně vadné součástky, nikoliv za 
chybnou montáž zařízení.


